
























■ 고객 제출 (Submit to customer) 행 (Issue No) :  QCN-C-F09-046 (Rev. 0)

□ 내  람 (Certification for inner LSM) 행 (Issue Date)  :

검사 / 시험 명(Inspection / Test Name)            : Inspection for approval  

제 명 / 고객(Item / Customer)                        : GB042-60P-H10-E3000

적 규격 / 개정 (Spec. / Rev. No)             : LGM(25)-K-A5118 / Ver. 4

K. H. Jung                    

H. J. Kwon                    

D. H. Kim                       

 2009. 03. 03

검   (Checked by)  :

    (Issued by )   :

Quality Assurance Team

검사  시험 적
(Inspection and/or Test Report) 

Electro-Component Division

승  (Approved by) :



행 

(Issue No.)

고객(Customer)

 정보 (Tool Inform.)

 제  (Tooling Date)

제조 No. (Lot No.)

2009.02.01 ~ 검사  (Inspector)

  (Ver. 7 ) 치수측정 (공 미경, 3차원 동측정 )

LGM(25)-K-A5118 (Ver. 4 ) 접촉 저항 측정  (CR Tester)

절연 저항 측정  (IR Tester)

내전압 측정  (DWV Tester)

수명시험  (Durability Tester)

 시험  (Tensile Stress Tester)

동 시험  (Vibrator)

Reflow Tester

납  시험  (Solder Checker)

열충격 시험  (Thermal Shock Chamber)

항  항습 (Temp. & Humi. Chamber)

염수 무 시험  (Salt Sprayer)

께 측정

Gas Tester

Reflow 전,  평탄

 결과 (Test Result)

 ■ 전기적 성능  ■ 기계적 성능  ■ 경적 성능

    (Electrical Performance)     (Mechanical Performance)     (Environmental Performance)

1. 내전압시험 O.K 1. 총합삽입력 O.K 1. 열충격시험 O.K

 (Dielectric Withstanding Voltage)  (Mating Force)  (Thermal Shock)

2. 절연저항시험 O.K 2. 총합발거력 O.K 2. 내습도시험 O.K

 (Insulation Resistance)  (Unmating Force)  (Humidity) 

3. 접촉 저항 O.K 3. 컨택트 버팀력 O.K 3. 저 방치시험 O.K

 (Contact Resistance)  (Contact Retention Force)  (Low Temperature Exposure)

4. 내진동성시험 O.K 4. 고 방치시험 O.K

(Vibration Test)  (Heigh Temperature Exposure)

5. 내충격시험 O.K 5. 내부식성시험 O.K

 (Shock Test) (Salt Spray)

6. 수명시험 O.K 6. 납땜성시험 O.K

 (Durability Test)  (Solderability)

7. 납땜내열성시험 O.K

 (Resistance to Soldering Heat)

시험 (Test Lab)

LS엠트  안양공  전  사업  능 실험실

 (Functional Test Laboratory, Component Division, An-Yang

 Plant, LS Mtron)

목적(Purpose)

고객 승  (Customer Approval)
; C/T 료 경, Dimple

SM-5E

TUS8650

CLF-1(Aikoh)

1840S

면(Drawing No.) GUS511801 MM60, OGP

규격   (Spec No.) 3540(HIOKI)

판정  (Judgment Standard) 검사  시험 비 (Inspection / Test Equipments)

적  명(Standard)  (Standard No.) 비명 (Equipment Name) 모  (Model)

검사 (Test Date) 2009.02.23 M. S SUL □ Humidity

제조 (Production Date) - - □ Temperature

원 료(Material)
Engineering Plastic,

Copper Alloy(Au/Ni)
-

검사/시험 경

(Condition)

SFT9300(SII)

검사/시험명

(Inspec/Test Name)

Inspection for approval

(Dimension Inspection)
 QCN-C-F09-046  (Rev. 0)

명(Item) GB042-60P-H10-E3000 -

생산처(Maker) LSM  

GH-180(Yamasaki)

M0218-B

RF-460LG

SAT-5100

UP750-51

Appendix-A

IM 4D8B1-S05

TC-M



□ Performacne Test Result / 능평가 결과
 QCN-C-F09-046  (Rev. 0)

I. 전 적 능 (Electrical Performance)

결과 (Data)

SPL-1 SPL-2 SPL-3 SPL-4 SPL-5

내전압
(Dielectric

Withstanding
Voltage)

MIL-STD-1344 시험  3001에 하여 

접 택트 간에 규정 전압  가한다 / The
specified voltage is applied between adjacent
contacts in accordance with MIL-STD-1344
Method 3001

OK OK OK OK OK O.K

43.5 45.4 45.4 44.0 43.4

39.6 45.4 45.4 38.0 37.8

45.2 38.8 37.5 37.4 40.2

46.2 43.5 38.8 41.2 43.8

46.2 37.4 44.2 44.4 41.2

43.4 38.6 39.8 43.6 38.3

Min 39.6 37.4 37.5 37.4 37.8

Max 46.2 45.4 45.4 44.4 43.8

Avg 44.0 41.5 41.9 41.4 40.8

절연저항
(Insulation
Resistance)

MIL-STD-1344 시험  3003에 하여 

접 컨택트 간에 DC 250V  가하고 1

내에 측정한다.
(DC 250V is applied between adjacent
contacts and insulation resistance is measured
within one minute in accordance with MIL-
STD-1344 method 3003.)

1X106 1X106 1X106 1X106 1X106 O.K

O.K

시험항목
(Test item)

Test 
(Test Method)

판정
(Result)

접촉저항
(Contact

Resistance)

MIL-STD-1344A 시험  3002 에 하여

저  (20mV, 100mA 하)  접촉저항

측정한다.
(Measured by low level ( 20mV, 100mA Max.)
in accordance with MIL-STD-1344A method
3002.

Max. 70mΩ

규격
(Requirement)

AC 250V  r.m.s  1 간 가했  

상  없어야 한다.
/There shall be no shortcircuiting and
damage detedted at AC 250V r.m.s

for 1 minute.

Min. 1000MΩ



□ Performacne Test Result / 능평가 결과
 QCN-C-F09-046  (Rev. 0)

Ⅱ. 계적 능 (Mechanical Performance)

결과 (Data)

SPL-1 SPL-2 SPL-3 SPL-4 SPL-5

총합삽
(Mating Force)

PCB에 실  커넥 간에 20mm/  

삽  측정한다 / Measure the force
required to mate connectors soldered on a PCB
at a speed of 20mm/min.

2.82      2.54      2.46      2.89      2.59      O.K

총합 거
(Unmating

Force)

PCB에 실  커넥 간에 20mm/  

거  측정한다 / Measure the force
required to unmate connectors soldered on a
PCB at a speed of 20mm/min

2.41      2.45      2.13      2.41      2.50      O.K

내 동
(Vibration)

MIL-STD-1344 시험  2005에 하여 

폭 1.5mm, 주파수 10~55Hz, X,Y,Z 축 각각 2

시간(총 6시간)  동 시험  한다. 단, 시

험  커넥  고정  Holder는 사 해  좋

다.
(Total amplitude of 1.5mm, 10~55Hz for 2
hours per axis for a total of 6 hours for three
axes in accordance with MIL-STD-1344
method 2005

OK OK OK OK OK O.K

내충격
(Shock)

총 낙하 량 100g  150cm  높 에

X, Y, Z 축 향 각각 3 씩 낙하 시험

 한다. 단 시험  커넥  고정  Holder는

사 해  좋다.
(Free fall is applied along the 3 axes three
times(total weight:100g, height 150cm). An
appropriate holder may be used for fixing
purpose for tests.)

OK OK OK OK OK O.K

41.3 40.6 43.5 40.2 44.0

44.6 44.5 43.9 40.4 43.4

42.4 42.9 43.6 41.9 44.0

41.3 42.1 40.9 43.6 42.4

41.5 41.8 43.8 42.8 43.7

44.6 43.5 40.4 43.0 41.8

Min 41.3 40.6 40.4 40.2 41.8

Max 44.6 44.5 43.9 43.6 44.0

Avg 42.6 42.6 42.7 42.0 43.2

O.K

판정
(Result)

접촉저항/ Contact
resistance

: Max. 90mΩ

(15xn)gf  Max./(n=No.of pin)
=Min 0.90(kgf)

규격
(Requirement)

시험  1µsec 상  전  차단

없고, 시험 나 에 제  파

 등  계적 결함  생   않

 것
(There shall be no durrent

discontinuity of more than 1
microsecond. And there shall be no
mechanical degect detected on the

parts during and agter test)

수명시험
(Durability)

    20mm/   30  삽  거  한

다. / 30 cycle of inserting and separating
actions are conducted at a speed of 20mm/min

시험항목
(Test item)

Test 
(Test Method)

(100xn)gf  Max./(n=No.of pin)
=Max 6.0(kgf)

컨택트 팀
(Contact
Retention

Force)

20mm/   택트 팀  측정한

다. / Apply an axial load to contact at a speed
of 20mm/min

Plug Connector : not Available



□ Performacne Test Result / 능평가 결과
 QCN-C-F09-046  (Rev. 0)

Ⅲ. 경적 특 ( Environmental Performance)

결과 (Data)

SPL-1 SPL-2 SPL-3 SPL-4 SPL-5

42.8 43.9 42.4 42.2 42.7 O.K

1X106 1X106 1X106 1X106 1X106 O.K

43.2 43.0 43.6 43.3 41.3 O.K

1X106 1X106 1X106 1X106 1X106 O.K

저 치
(Low

Temperature
Exposure)

 -40±3℃  48시간 동안 시험 한다. /

Temperature : -40±3℃, Length of test : 48
hours

41.9 42.4 42.6 41.6 42.0 O.K

고 치
(High

Temperature
Exposure)

MIL-STD-1344 시험  1005에 하여 

 85±2℃  96시간 동안 시험 한다 /

Temperature : 85±2℃, Length of test : 96
hours  (MIL-STD-1344 method 1005)

43.3 42.6 42.1 43.8 42.5 O.K

내 식
(Salt Spray)

MIL-STD-1344 시험  1002 에 하여 염

수농  5%, 시험  35℃, 시험시간 48 시

간  조건  염수 무 시험  한다.

(Salt water density of 5%,  35℃ for 48 hours ;
MIL-STD-1344A  method 1001)

41.7 42.0 42.6 41.5 42.0 O.K

납
(Solderability)

적합 플럭스에 5~10초 동안 침적 시킨 다

Sn : Pb가 60 : 40  납조에 230±5℃  

 3±0.5 초 동안 담근다. / The end of the
post shall be dipped in a solder bath(6:4 SnPb)

at 230±5℃ for 3±0.5 sec

OK OK OK OK OK O.K

1)Reflow Soldering

 아래  같  조건  시험한다.Test
condition ofreflow soldering is as follows.

2)   Manual Soldering

Solder Iron : 300±10℃
Duration   : 3±1sec
Should not apply excessive pressure to the
contacts

접촉저항
(Contact Resistance)

Max. 90mΩ

절연저항
(InsulationResistance)

Min. 100MΩ

컨택트 접촉에 해한  

노출  없고 접촉저항 90mΩ 하
(There shall be no exposure of  base

metal of contacts which is
detrimental to contacting. Contact

resistance shall be below 90mΩ)

접촉저항
(Contact Resistance)

Max. 90mΩ

절연저항
(InsulationResistance)

Min. 100MΩ

판정
(Result)

내습
(Humidity)

MIL-STD-1344A 시험  1002 에 하여

60℃, 상 습  90 ~ 95 % RH  96시

간 동안 습  시험  한다.

(Temp.:60℃, Relative humidity:90~95%,
Length of  test:96hours ; MIL-STD-1344
method 1002)

시험항목
(Test item)

Test 
(Test Method)

규격
(Requirement)

접촉저항
(Contact Resistance)

Max. 90mΩ

절연저항
(InsulationResistance)

Min. 100MΩ

열충격
(Thermal
Shock)

MIL-STD-202F 시험  107G에 하여 -

55℃ (30 ), +25℃ (5 ), +85℃ (30 ),

+25℃ (5 )   사 클  연  5  

복한다.

(-55℃ (30min), +25℃ (5min), +85℃ (30min),

+25℃ (5min) consecutive five cycles. ; MIL-
STD-202 method 107G)

침적 면적  95% 상  납

  것
(More than 95% of the dipped part

shall be covered with solder.)

납  내열
(Resistance to

Soldering Heat)

절연체에 사 상 해한 나

흠집  없  것
(During test, no physical damage)

OK O.KOK OK OK OK



[Appendix-A] Reflow 전,  Lead 평탄 (Coplanarity)

(Plug)  QCN-C-F09-046  (Rev. 0)

SP-01 SP-02 SP-03 SP-04 SP-05 SP-06 SP-07 SP-08 SP-09 SP-10 SP-01 SP-02 SP-03 SP-04 SP-05 SP-06 SP-07 SP-08 SP-09 SP-10

spec. Max. 0.08 Max. 0.1

Max 0.043 0.037 0.033 0.050 0.047 0.041 0.030 0.036 0.039 0.042 0.065 0.047 0.052 0.073 0.069 0.052 0.038 0.044 0.061 0.058

Min 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Avg 0.028 0.019 0.018 0.027 0.027 0.023 0.015 0.022 0.023 0.026 0.038 0.030 0.029 0.039 0.034 0.031 0.020 0.028 0.037 0.036

Std 0.010 0.010 0.009 0.014 0.012 0.009 0.008 0.009 0.010 0.010 0.016 0.012 0.014 0.020 0.019 0.012 0.010 0.011 0.016 0.015

판정 O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K

R
ef

lo
w

 평
탄
도

 P
ro

fi
le

Reflow전 Reflow

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14



1.일반정보

부품명 (Class Name) Connector 작성자 정경한 2009 . 2 . 19

LG전자 Part No. ENBY0036701 전화번호 031-428-4304 LGE MC

Maker Part No. GB042-60P-H10-E3000 e-mail Address jungkh21@lsmtron.com

Maker Name (Eng) LS Mtron Ltd. Maker Name (Kor) LS 엠트론

Vendor Name (Eng) LS Mtron Ltd. Vendor Name (Kor) LS 엠트론

2.상세정보

Pb Cd Cr6+ Hg PBBs PBDEs

Plug Contact 0.0060 C5210(Au/Ni) 18% Y 37.2 n/d n/d n/d - - F690501/LF-CTSAYAA08-12608R1

Plug Insulator 0.0267 E473i BK210P 82% N n/d n/d n/d n/d n/d n/d
F690501/LF-CTSAYAA08-28954
F690501/LF-CTSAYA07-25901

Outer Box Y 17.8 0.9 n/d n/d n/d n/d F690501/LF-CTSAYAA08-15925

Plastic Bobbin N n/d n/d n/d n/d n/d n/d F690501/LF-CTSAYAA09-02301

Cover Tape N n/d n/d n/d n/d n/d n/d F690501/LF-CTSAYAA09-02300

Embossed Carrier Tape N n/d n/d n/d n/d n/d n/d F690501/LF-CTSAYA07-26129

RoHS
Exception
Item

유해물질성적서 번호
Weight
(g)

Material
Weight
Ratio
(%)

Exist
(Y/N)

Components
(부품 원자재)

Packaging
(부품 포장재)

Substances Content (ppm) Decision
Standard

Classification
(구분)

Sub P/No Sub part's Name
Sub Part
Maker

10 sec

작성일자

제출사업부

부품중량(gram)

Maker Code

0.0327

Vendor Code

내열온도 260℃

유해물질 분석표

165.244.42.192 / 2009.02.25 12:24 / 20060054

LS Mtron Ltd. user license only, These documents are property of LS Mtron Ltd.



구분 승인용 양산용 제출일자

회사명 LS엠트론 결재 담당자 부서장

연락처 031-428-4304 성명 정경한 김동희

e-Mail jungkh21@lsmtron.com 서명

LG전자 P/No. ENBY0036701 부품제조일자

Maker P/No. GB042-60P-H10-E3000 생산공장

부품명(품명) Connector 납품수량

당사가납품하는납입품및당사제조공정상사용되는물질이아래 Check항목에대해

만족함을증명합니다.

ROHS규제 6대물질(Pb, Cd, Cr
6+

, Hg, PBBs, PBDEs)이 LG전자기준을만족함

최대내열성온도및시간

최대내열성온도 : 260℃,최대 내열성 시간 : 10 Sec

※ PCB(Printed Circuit Board)위에 실장되는 회로 칩 부품일 경우에 기록 요망

Pb-Free Soldering(Solder Cream, Bar, Wire모두 포함) 적용이 가능함.

Note.

1.본자료상의모든기재내용은사실에근거하여작성하여야하며, LG전자가근거자료를

요구시관련 Data를제출하여야한다.

2.본자료가승인용으로사용될경우 Sample제출시반드시제출하고,양산용으로사용될경우

초도품 납품 시 제출하여야한다.

────아래────

2009 . 2 . 19

협력회사

부품정보

N/A

LS엠트론/안양공장

N/A

비사용 증명서

165.244.42.192 / 2009.02.25 12:24 / 20060054

LS Mtron Ltd. user license only, These documents are property of LS Mtron Ltd.



유 무

납및화합물 Lead(Pb) and its compounds ○

카드뮴및화합물 Cadmium(Cd) and its compounds ○

수은및화합물 Mercury(Hg) and its compounds ○

6가크롬및화합물 Hexavalent chromium and its compounds ○

PBB Polybrominated biphenyls(PBBs) ○

PBDE Polybrominated diphenylethers(PBDEs) ○

폴리염화 비페닐 Polychlorinated biphenyls (PCB) ○

폴리염화 나프탈렌 Polychlorinated naphthalenes (PCN) ○

폴리염화 테르페닐 Polychlorinated terphenyls (PCT) ○

단쇄염화파라핀 Short-chain Chlorinated paraffins (SCCP) ○

석면및화합물 Asbestos and its compounds ○

오존파괴물질 Ozone Depleting Substances ○

아조화합물 Azo compounds ○

니켈 및 화합물 Nickel and its compounds ○

유기주석계화합물 Specific Organic tin compounds ○

비소및화합물 Arsenic and its compounds ○

포름알데히드 Formaldehydes ○

염화비닐수지 Polyvinyl chloride, (PVC) ○

프탈레이트 Phthalates ○

베릴륨및화합물 Beryllium and its compounds ○

안티몬및화합물 Antimony and its compounds ○

셀레니움및화합물 Selenium and its compounds ○

팔라듐및화합물 Palladium and its compounds ○

비스무스및화합물 Bismuth and its compounds ○

기타염소계난연제 Other chlorinated flame retardants ○

기타브롬계난연제 Other brominated flame retardants ○

Note
1. 기본적으로 전사기준에 따라 실행하되, Buyer 등 거래선의 요구사항을 반영한 별도의 유해물질관리 목록을
제시한 사업부의 요청이 있는경우 사업부 관리목록에 준해서 작성되어야 한다.

2. 협력업체에서 현재 해당물질을 사용하고 있는지 확인을 하여 사용유무에 대해서 체크한다.

Level A-I

Lavel A-II

Level B

유해물질 관리 목록표
Version 2.0

구분 Material(Kor) Material(Eng)
유해물질함유여부
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모델명 B2B Connector 협력사명 LSM 인정부품의뢰일자 2009.02.25

품명
GB042-60P-H10-E3000
GB042-60S-H10-E3000

Part No
ENBY0036701
ENBY0036801

시험목적 인정차수

관리항목 조건 생산수량 양품수량 불량수량 수율

금형온도(상 Core) 120 ± 20 ℃

금형온도(하 Core) 120 ± 20 ℃

실린더온도(H1) 310 ± 20 ℃

실린더온도(H2) 310 ± 20 ℃

실린더온도(H3) 310 ± 20 ℃

실린더온도(H4) 290 ± 20 ℃

사출압력 950 ± 100 ㎏/㎠

사출속도 50 ± 20 ㎜/sec

보압압력 350 ± 100 ㎏/㎠

냉각시간 2.0 ± 1.0 sec

관리항목 조건 생산수량 양품수량 불량수량 수율

금형온도(상 Core) 120 ± 20 ℃

금형온도(하 Core) 120 ± 20 ℃

실린더온도(H1) 340 ± 20 ℃

실린더온도(H2) 340 ± 20 ℃

실린더온도(H3) 340 ± 20 ℃

실린더온도(H4) 340 ± 20 ℃

사출압력 600 ± 100 ㎏/㎠

사출속도 120 ± 20 ㎜/sec

보압압력 150 ± 100 ㎏/㎠

냉각시간 2.0 ± 1.0 sec

관리항목 조건 생산수량 양품수량 불량수량 수율

감합부(내측) 0.68±0.02

감합부(외측) 1.00±0.02

평탄도 0.08 이하

압입량 0.15 +0.02/-0.01

관리항목 조건 생산수량 양품수량 불량수량 수율

평탄도 0.08 이하

Maker Ton수 Nozzle Φ No 대수

NISSEI 5 Ton 2 Φ 3

NISSEI 25 Ton 2 Φ 3

3,000 EA 94 97.0%

생산수율
사용 Jig

커팅 LSM GB042 Plug 커팅
M-solution
(Korea)

04월 17일 3,094 EA

조립기 Maker
작업조건표

생산일시공정명 업체(공장)명 Line명 조립 Spec

1,000 EA 182 84.6%

생산수율
사용 Jig

조립 LSM GB042 Recep 조립
Meiyu
(Japan)

04월 17일 1,182 EA

조립기 Maker
작업조건표

생산일시공정명 업체(공장)명 Line명 조립 Spec

사출

RECEP.
INSULATOR

사출

PLUG
INSULATOR

LCP
(E130i)

04월 22일

사출조건
생산일시

LSM 13 호기
Ton수: 5 Ton

Nozzle Φ: 2.0
NISSEI

생산수율사출조건
사용 Jig

39,280 EA 0 EA 100.0% 현미경39,280 EA

공정명 업체(공장)명 사출기 No 사출기 Spec 사출기 Maker Resin명 생산일시

사출기군

공정명 업체(공장)명 사출기 No 사출기 Spec 사출기 Maker Resin명

LCP
(E473I)

04월 06일 20,000 EA 20,000 EALSM 3 호기
Ton수: 25 Ton

Nozzle Φ: 2.0
NISSEI 0 EA 100.0% 현미경

생산수율
사용 Jig
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외관

Flash,충진부족,금형이상,탄화,기포,웬드라인,오염

치수

폭,길이높이, Total Pitch

외관및

특성치수

Insert

Molding

(LSM)

Plug

외관

돌기, Burr, Crack,변형

치수

특성치

권취상태

전도,권취방향

외관및

특성치수,

권취상태

Press

(LSM)
Plug Contact

작업처명

(위치 )
비고

중점

관리항목
현품사진부품명

GB042-60P관리 NOConnector품 명 LSM CN 개발시료 제작 부서LS엠트론㈜협력사 명

Total Pitch (0.4mm)및평탄도 (Max. 0.1mm)관리 POINT

특이사항
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